
第 1 页 / 共 2 页

线路板原理

生成日期: 2025-10-25

在传统的PCB使用玻璃纤维基板（FR4是PCB制造商使用的标准基板）的情况下，铝基板PCB由铝基板，高
导热介电层和标准电路层组成。电路层本质上是一块薄的PCB，已与铝基衬层粘合在一起。这样，电路层可以与
安装在传统玻璃纤维背衬上的电路层一样复杂。虽然看到单面设计更为常见，但铝基设计也可以是双面设计，
电路层通过高导热介电层连接到铝基的两侧。然后可以通过电镀通孔连接这两个侧面的设计。不管采用哪种配
置，铝基板都为通往周围环境或任何连接的散热器提供了较好的热通道。再次，改善功率组件的热传导是确保
设计可靠性的比较好方法，铝制PCB为这一问题提供了出色的解决方案。单面线路板抄板克隆质量好。线路板
原理

5G、AI、HPC、物联网、电动车等高频高速、高性能运算应用加速落地，与网络基础建设相关的服务器需求
加速增温，亦推动PCB高阶制程需求持续强劲，相关电路板业者雨露均沾，2022年展望不淡，预期服务器板供
应商如CCL厂台光电、联茂，铜箔厂的金居，服务器板厂健鼎、金像电、瀚宇博等，均在受惠行列。服务器业
务占比达50%的金像电，在Whitley平台产品逐季放量带动，2021年营运成长明显，网通类的400G交换器也带
来不错的动能。PCB上游材料CCL以及铜箔厂同样看好明年服务器、网通等成长潜力，均积极布局相关产品。台
光电今年受惠Whitley平台服务器和100G/400G交换器产品发挥效益，全年营运创新高无虞。法人看好，台光
电于下一代服务器平台市占进一步提高，加上新产能的挹注，有望推升该公司明年营运维持成长趋势。线路板
原理各类FPC电路板抄板贴片加工生产。

预估2022年全球软硬结合板市场值可达近23亿美元，占全球电路板产值比重约3.3%。行动装置应用为2019
年比较大的软硬PCB板市场，约占整体软硬结合板市场的43%，包括智能手机的相机镜头、荧幕讯号连接、电池
模块等应用对于软硬结合板的需求皆大幅提升。尤其在智能手机相机镜头的应用，由于多镜头手机已成为各手
机品牌的设计趋势，因此不论是软硬结合板需求数量的提升，或是平均单价的增加，都会增加行动装置应用市
场所占的比重。手机镜头软硬结合板发展主要因手机镜头的轻型化,薄型化、高密度需求，都需要应用到软硬结
合板。另外，基于摆放位置、方向、讯号干扰、散热以及规格设定等诸多因素考量，再加上部份镜头因光学变
焦需求而采用潜望式结构设计，使得手机镜头因应日益严苛的空间限制，从外观上出现了多种不同型态，在技
术上对软硬结合PCB板的要求更加严苛，其应用范围更加广的。

超厚铜钻孔参数：总压后成品板厚3.0mm，整体铜厚达到160um，钻孔加工上有一定难度。本次为确保钻
孔质量，特对钻孔参数做局部微调，经优化后切片分析，钻孔无钉头、孔粗等不良，效果良好总结通过超厚铜
多层PCB印制板的工艺研发，采用正反控深蚀刻技术，同时层压时辅助硅胶垫+环氧垫板来改善压合的质量，有
效解决了超厚铜线路蚀刻困难、超铜厚层压白斑、阻焊需多次印刷等业界常见的技术难题，成功地实现了超厚
铜多层印制板的加工生产；经验证其性能可靠，满足了客户对PCB产品通过超大电流的特种需求。海洋灯超导
热铜基线路板打样生产。

比较常见的通孔只有一种过孔，从一层打到然后一层。不管是外部的线路还是内部的线路，孔都是打穿的。叫
做通孔板。通孔板和层数没关系，平时大家用的2层的都是通孔板，而很多交换机和电路板，做20层，还是通孔
的。用钻头把电路板钻穿，然后在孔里镀铜，形成通路这里要注意，通孔内径通常有0.2mm、0.25mm
和0.3mm，但一般0.2mm的要比0.3mm的贵不少。因为钻头太细容易断，钻的也慢一些。多耗费的时间和钻
头的费用，就体现在电路板价格上升上了。高密度板（HDI板）的激光孔6层1阶HDI板的叠层结构图，表面两层
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都是激光孔，0.1mm内径。内层是机械孔相当于一个4层通孔板，外面再覆盖2层。激光只能打穿玻璃纤维的板
材，不能打穿金属的铜。所以外表面打孔不会影响到内部的其他线路。激光打了孔之后，再去镀铜，就形成了
激光过孔。铜基线路板SMT贴片加工生产。线路板原理

软硬结合板抄板克隆打样贴片加工生产。线路板原理

电介质对Dk的影响/在设计适合于毫米波电路（例如77GHz汽车防撞雷达）的线路板材料时，Dk是众多需
要考虑的参数之一，Dk的变化应比较大可能地控制在接近其标称值的范围内。另外，能影响毫米波电路性能的
其它材料参数还包括：Df、材料厚度、铜导体质量、吸湿性以及玻璃纤维增强引起的“玻璃编织”效应。再次需
要强调的是，一致性是必不可少的，尤其是在毫米波频率下，这些参数的剧烈变化也会影响毫米波频率下的电
路性能。了解更多，欢迎来电咨询。线路板原理


